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Dem Leitgedanken „Optimale Reinigung ist eine Frage des 
richtigen Tuches“ entsprechend entwickelt die Vliesstoff 
Kasper GmbH seit über 30 Jahren Reinigungslösungen aus 
Vliesstoffen für die Elektronikindustrie:  
CleanMaster(V)-Reinigungsrollen für die automatische 
Schablonenunterseitenreinigung, CleanBox (IPA, Stencil, 
Hand, Adhesive)-getränkte Tücher für manuelle Anwen-
dungen, sowie Sonderlösungen nach Kundenwunsch.

SMT 2016:  Halle 7, Stand 221 www.vliesstoff.de
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